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Beschreibung
GEGENSTAND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
IC-Karte und insbesondere eine IC-Karte des kon-
taktlosen Typs, sowie eine Flachspule, die fur eine
solche IC-Karte verwendet wird.

[0002] Die IC-Karte des kontaktlosen Typs weist
auf: eine Flachspule, in der ein Leiter mehrfach um
ein folienférmiges Kartenmaterial gewickelt ist; und
einen Halbleiter, der elektrisch mit der Flachspule
verbunden ist. Die Flachspule wirkt als eine Antenne,
durch die eine Information zwischen einem Karten-
prozessor und der IC-Karte Ubertragen werden kann.
Wenn die Flachspule zwischen dem Kartenprozessor
und der IC-Karte angeordnet wird, ist es mdglich,
eine Information zwischen dem Kartenprozessor und
einem Halbleiterelement auf der IC-Karte in einen
kontaktlosen Zustand zu tbertragen.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK

[0003] Was ein Verfahren zur Herstellung einer
Flachspule zur Ausbildung auf einer IC-Karte betrifft,
so sind verschiedene Verfahren bekannt. Beispiele
dieser Verfahren sind: ein Verfahren, bei dem eine
Flachspule so ausgebildet wird, dass ein abgedeck-
ter Draht, der mit einem elektrisch isolierendem Ma-
terial abgedeckt ist, so gewickelt wird, dass die
Flachspule gebildet wird; ein Verfahren, bei dem eine
Oberflache eines Harzfilms mit einer Schicht einer
Metallfolie mittels Sputtern bedeckt wird, wonach
dann die Schicht der Metallfolie geatzt wird, um eine
Flachspule zu bilden; und ein Verfahren, bei dem
eine metallische Folie einer Stanzung unterworfen
wird, um eine Flachspule zu bilden, wie in der unge-
pruften japanischen Patentverdffentlichung Nr.
6-310324 offenbart.

[0004] FEig. 11 ist eine Darstellung, die ein Beispiel
der Anordnung einer IC-Karte zeigt, bei der ein Halb-
leiterelement 102 auf der Flachspule 100 angeordnet
ist. Wie in der Zeichnung dargestellt, ist die Flachspu-
le 100 derart aufgebaut, dass der Leiter auf einer Fla-
che so gewickelt ist, dass er sich nicht selbst Uber-
schneidet und Klemmen 100a und 100b der
Flachspule 100 sind elektrisch mit den Elektroden
des Halbleiterelements 102 verbunden. Was ein Ver-
fahren zur Verbindung des Halbleiterelementes 102
mit der Flachspule 100 betrifft, so kbnnen die folgen-
den Verfahren vorgesehen werden: eines der Verfah-
ren ist, dass der Leiter der Flachspule 100 auf das
Halbleiterelement 102 gesetzt wird, wie in Fig. 11 ge-
zeigt und die Klemmen 100a und 100b der Flachspu-
le 100 werden mit den Elektroden des Halbleiterele-
ments verbunden. Das andere Verfahren ist, dass die
Klemmen 100a und 100b der Flachspule 100 zur In-
nenseite oder zur AufRenseite der Flachspule hin he-

rausgezogen werden und das Halbleiterelement 102
mit den Enden der Klemmen 100a und 100b verbun-
den wird, welche herausgezogen wurden.

[0005] Wenn jedoch gemal Fig. 11 das Halbleitere-
lement 102 derart angeordnet wird, dass es auf die
Flachspule 100 gesetzt wird, nimmt die Dicke der
IC-Karte auf einen Wert entsprechend der Gesamt-
heit aus Dicke der Flachspule 100 und Dicke des
Halbleiterelements 102 zu. Da die Dicke wie oben be-
schrieben erhoht wird, kdnnen sich Probleme fiir den
Fall ergeben, dass die Dicke der IC-Karte beschrankt
werden muss. Um weiterhin die Klemmen 100a und
100b der Flachspule 100 mit den Elektroden des
Halbleiterelementes 102 so zu verbinden, wie sie
sind, muss ein Abstand zwischen den Elektroden des
Halbleiterelementes 102 gréRer als die Anordnungs-
breite auf der Flachspule 100 sein. Demzufolge ist es
im Fall eines Halbleiterelementes 102, dessen Grolie
kleiner als die Anordnungsbreite der Flachspule 100
ist, unmdglich, eine Anordnung gemaR Fig. 11 zu er-
halten.

[0006] In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass
in manchen Fallen ein Chipmodul anstelle des Halb-
leiterelementes 102 verwendet wird und die Klem-
men 100a und 100b der Flachspule 100 werden mit
den Elektroden des Chipmoduls verbunden. In die-
sem Fall kann das gleiche Problem auftreten.

[0007] Andererseits, in einem Fall, in dem die Klem-
men 100a und 100b der Flachspule 100 innerhalb
oder auBerhalb der Flachspule 100 angeordnet sind,
ist es n6tig, Endabschnitte der Flachspule zu biegen,
so dass sie die Flachspule 100 Gberqueren kénnen.
Infolgedessen wird der Herstellungsprozess fir die
Flachspule 100 kompliziert.

[0008] Die WO96/07982A ist insbesondere darauf
gerichtet, sicher zu stellen, dass die Enden der Spule
nicht die Spulenwicklung Uberqueren und spricht ein
Problem an, das auftritt, wenn eine solche Uberque-
rung vorhanden ist, ndmlich, dass dann die Spulendi-
cke erheblich anwéchst.

[0009] Die JP-A-1101105 offenbart eine Antennen-
karte, bei der das Halbleiterelement zwischen be-
nachbarten Wicklungen der Antennenspule angeord-
net ist. Die Klemmenenden der Antennenspule Uber-
queren die Spulenwicklungen und entsprechend wird
die Gesamthdéhe der Karte erhoht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die vorliegende Erfindung wurde gemacht,
um die obigen Probleme zu l6sen. Es ist eine Aufga-
be der vorliegenden Erfindung, eine IC-Karte bereit
zu stellen, wobei: ein Halbleiterelement jeglicher Gro-
Re problemlos auf der IC-Karte angeordnet werden
kann; die Dicke der IC-Karte geeignet verringert wer-
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den kann; und die IC-Karte einfach hergestellt wer-
den kann. Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Flachspule bereit zu stellen, wel-
che auf geeignete Weise bei der obigen IC-Karte an-
gewendet werden kann.

[0011] GemalR der Erfindung wird eine Flachspule
geschaffen, wie sie im Anspruch 1 definiert ist. Bevor-
zugte Ausfuhrungsformen werden durch die abhangi-
gen Anspruche definiert. Die Anspriche sind gegen-
Uber der WO96/07982A abgegrenzt.

[0012] Der Leiter der Flachspule kann durch Stan-
zen oder Atzen einer Metallfolie ausgebildet werden
und der Abschnitt mit dinner Wandungsdicke wird in
einem vorgegebenen Abschnitt des Leiters ausgebil-
det.

[0013] Das Verbindungsmittel kann aus Bonddrah-
ten aufgebaut sein, wobei eine Bondverbindung
durch Verbinden von Endabschnitten der Bonddrahte
zwischen den Klemmen der Flachspule und den
Elektroden des Halbleiterelements hergestellt wird.

[0014] Eine duere Umfangsflache des Bonddrah-
tes kann mit einem elektrisch isolierenden Abdeck-
material abgedeckt sein.

[0015] Das Verbindungsmittel kann alternativ aus
einem Filmtrager bestehen, in dem ein elektrisches
Leiterbild auf einem isolierenden Film ausgebildet ist,
wobei das elektrische Leitbild elektrisch mit den
Klemmen der Flachspule und den Elektroden des
Halbleiterelements verbunden ist.

[0016] Das Halbleiterelement kann zwischen be-
nachbarten Wicklungen der Flachspule angeordnet
sein.

[0017] Das Halbleiterelement kann entweder aul3er-
halb einer duReren Wicklung der Flachspule oder in-
nerhalb einer inneren Wicklung der Flachspule ange-
ordnet sein.

[0018] Eine Oberflache des Abschnitts mit dinner
Wandungsdicke kann mit einer isolierenden Schicht
bedeckt sein, welche eine elektrisch isolierende Ei-
genschaft hat.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG
[0019] Fig. 1 ist eine Darstellung der Anordnung der
ersten Ausfuhrungsform der IC-Karte der vorliegen-
den Erfindung.

[0020] Fig. 2 ist eine Draufsicht, die eine Anordnung
eines Verbindungsabschnittes zwischen dem Halb-
leiterelement und der Flachspule zeigt.

[0021] Fig. 3 ist eine Seitenansicht, die eine Anord-

nung des Verbindungsabschnittes zwischen dem
Halbleiterelement und der Flachspule zeigt.

[0022] Fig. 4(a) und Fig. 4(b) sind jeweils Schnitt-
darstellungen, die einen Zustand zeigen, bei dem
eine isolierende Schicht an einer Oberflache eines
Abschnitts mit dinner Wandungsdicke angeordnet
ist, der in dem Leiter ausgebildet ist.

[0023] Fig. 5ist eine Draufsicht, die eine Anordnung
des Verbindungsabschnittes in der zweiten Ausflih-
rungsform der IC-Karte zeigt.

[0024] Fig. 6 ist eine Draufsicht, die eine Anordnung
des Verbindungsabschnittes in der dritten Ausflih-
rungsform der IC-Karte zeigt.

[0025] Fig. 7(a) und Fig. 7(b) sind Drauf- bzw. Sei-
tenansichten einer Anordnung des Verbindungsab-
schnittes, der aus einem Bandtrager besteht.

[0026] Fig. 8(a) und Fig. 8(b) sind Drauf- bzw. Sei-
tenansichten einer anderen Anordnung des Verbin-
dungsabschnittes, der aus einem Bandtrager be-
steht.

[0027] Fig.9 ist eine Draufsicht, die eine IC-Karte
zeigt, in der ein Bandtrager verwendet wird.

[0028] Fig. 10 ist eine Draufsicht, die eine IC-Karte
einer anderen Ausfuhrungsform zeigt, bei der ein
Bandtrager verwendet wird.

[0029] Fig. 11 ist eine schematische Darstellung,
die die Anordnung einer herkdmmlichen IC-Karte
zeigt.

DIE BEVORZUGTESTEN AUSFUHRUNGSFOR-
MEN ZUR DURCHFUHRUNG DER ERFINDUNG

[0030] Unter Bezugnahme auf die beigefiigte Zeich-
nung werden die bevorzugten Ausfiihrungsformen
der vorliegenden Erfindung nachfolgend erlautert.

[0031] Fig. 1 ist eine Ansicht, welche die erste Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Die
IC-Karte dieser Ausfiihrungsform ist so aufgebaut,
dass eine Flachspule 12, welche eine Antenne bildet
und ein Halbleiterelement 14 zwischen zwei Schich-
ten von Harzfiimen 10" liegen und hiervon einge-
schlossen werden, so dass die gesamte IC-Karte in
Kartenform gebildet ist.

[0032] Die Flachspule 12 wird durch Auséatzen oder
Ausstanzen einer Metallfolie, beispielsweise aus
Kupfer, gebildet. Das Halbleiterelement 14 und die
Flachspule 12 sind elektrisch miteinander durch
Bonddrahte 16 verbunden, welche Elektrodenklem-
men des Halbleiterelements 14 mit Klemmen 12a der
Flachspule 12 verbinden.
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[0033] Die Fig. 2 bzw. Fig. 3 zeigen eine vergroler-
te Draufsicht bzw. eine vergroRerte Seitenansicht auf
einen Verbindungsabschnitt, in welchem das Halblei-
terelement 14 und die Klemmen 12a der Flachspule
12 miteinander verbunden sind, wobei dieser Verbin-
dungsabschnitt der kennzeichnendste Abschnitt im
Aufbau der IC-Karte dieser Ausfuhrungsform ist. Be-
zugszeichen 12b bezeichnet einen Leiter, der die
Flachspule 12 aufbaut. Die Flachspule 12 ist in einer
Formgebung ausgebildet, bei der der Leiter 12b auf
gleiche Weise wie bei einer herkdmmlichen IC-Karte
gemal Fig. 11 mehrfach gewickelt ist.

[0034] Ein Verfahren zur Herstellung der Flachspule
12 durch Ausstanzen einer Metallfolie ist vorteilhaft
wie folgt: Bei dem obigen Verfahren ist es moglich, ei-
nen schmalen Leiter 12a zu bilden, das heil}t, die
Breite des Leiters 12b kann einfach verringert wer-
den. Damit ist es méglich, eine Ausgestaltung zu bil-
den, bei der der Leiter 12b vielfach gewickelt ist. Die
obige Flachspule 12 kann einfach massenproduziert
werden, wenn sie aufeinanderfolgend in einer Mehr-
zahl von Herstellungsstufen ausgestanzt wird. Aus
den obigen Griinden ist es im Vergleich zu einem her-
koémmlichen Verfahren, bei dem ein abgedeckter
Draht mehrfach gewickelt wird, mdglich, die Herstel-
lungskosten durch Anwenden des obigen Ausstanz-
verfahrens erheblich zu verringern. In diesem Zu-
sammenhang ist es selbstverstandlich mdglich, die
Flachspule durch Ausatzen einer Metallfolie zu bil-
den. Wenn ein sehr schmaler Leiter gebildet werden
muss, ist das Ausatzverfahren vorteilhaft.

[0035] Wie in Fig.2 gezeigt, zeichnet sich diese
Ausfuhrungsform dadurch aus, dass: das Halbleiter-
element 14 in der Spulenbreite angeordnet ist, inner-
halb der der Leiter 12b der Flachspule 12 verlauft;
und dass der Leiter 12b auf3erhalb des Halbleiterele-
mentes 14 so angeordnet ist, dass der Leiter 12b das
Halbleiterelement 14 nicht Uberlappen kann. Der
Grund, warum die obige Anordnung angewendet
wird, ist, dass die Klemmen 12a, 12a an beiden Sei-
ten der Flachspule 12 nicht gleichzeitig mit den Elek-
troden des Halbleiterelementes 14 verbunden wer-
den kénnen, da die Grofie des Halbleiterelements 14
zu gering ist. Ein weiterer Grund ist, dass, selbst
wenn der Leiter 12b so angeordnet wird, dass eine
Uberlappung des Halbleiterelements 14 vermieden
ist, die Charakteristik der Flachspule 12 nicht beein-
flusst wird, da die Grofde des Halbleiterelements 14
gering ist.

[0036] Wenn das Halbleiterelement 14 und der Lei-
ter 12b der Flachspule 12 einander nicht Gberlappen,
wie in dieser Ausfliihrungsform beschrieben, wird die
Gesamtdicke der IC-Karte durch die jeweiligen Di-
cken der Flachspule 12 und des Halbleiterelements
14 bestimmt. Daher ist die Anordnung dieser Ausfih-
rungsform vorteilhaft dahingehend, dass die Dicke
der IC-Karte verringert werden kann.

[0037] In diesem Zusammenhang wird das Halblei-
terelement 14 elektrisch mit den Klemmen 12a der
Flachspule 12 durch Bonddrahte 16 verbunden, de-
ren duRere Umfangsflachen mit einem Uberzugsma-
terial bedeckt sind, welches eine elektrisch isolieren-
de Eigenschaft hat. Der Grund, warum ein abgedeck-
ter Bonddraht 16 verwendet wird, ist wie folgt: Es ist
notwendig, das Auftreten eines elektrischen Kurz-
schlusses zu verhindern, der verursacht werden
kénnte, wenn die Bonddrahte 16 in Kontakt mit einem
Zwischenabschnitt zwischen den Elektroden des
Halbleiterelementes 14 und den Klemmen 12a gelan-
gen.

[0038] Wenn es keine Mdoglichkeit des Auftritts ei-
nes elektrischen Kurzschlusses zwischen den Bond-
drahten 16 und dem Leiter 12b gibt, ist es natirlich
unnotig, Bonddrahte 16 zu verwenden, die mit einem
elektrisch isolierenden Material bedeckt sind. Wenn
beispielsweise ein Verfahren angewendet wird, bei
dem die isolierende Schicht 13 dadurch gebildet wird,
dass ein elektrisch isolierender Film veranlasst wird,
auf einer Oberflache eines Abschnittes 12¢ diinner
Wandungsdicke anzuhaften, wie in Eig. 4(a) gezeigt,
oder wenn ein Verfahren angewendet wird, bei dem
die isolierende Schicht gebildet wird, indem ein Uber-
zugsharz mit einer elektrisch isolierenden Eigen-
schaft an einer inneren Bodenflache des Abschnitts
12b mit dinner Wandungsdicke ausgebildet wird, wie
in Fia. 4(b) gezeigt, ist es mdglich, ein Drahtbonden
unter Verwendung von Bonddrahten durchzufihren,
welche nicht mit einem elektrisch isolierenden Mate-
rial bedeckt sind.

[0039] Bei dem Drahtbondverfahren, bei dem die
abgedeckten Bonddrahte 16 verwendet werden, wird
das Bonden wie folgt durchgefiihrt. Der Bonddraht
wird gegen eine Bondflache gepresst und mittels Ul-
traschallschwingung wird eine Reibkraft aufgebracht.
Daher wird das Abdeckmaterial von dem Bonddraht
getrennt und der somit freigelegte Bonddraht wird an
der Bondflache angebondet. Fir den Fall, dass ein
Drahtbonden derart durchgefiihrt wird, dass die
Bonddrahte den Leiter 12b Uiberqueren, wie in dieser
Ausfuhrungsform gezeigt, wird daher bevorzugt das
obige Verfahren verwendet.

[0040] Mit dem Drahtbondverfahren wird ein Verfah-
ren zum Bonden bereitgestellt, bei dem ein Bogen,
der durch den Bonddraht gebildet wird, nicht so hoch
ist, als ob ein Keilbondverfahren angewendet wird.
Um jedoch den Bonddraht ziehen zu koénnen, steht
der Bonddraht nach oben vor, so dass er etwas héher
als der Bondabschnitt ist, an dem der Bonddraht ge-
zogen wird. Um bei dieser Ausflihrungsform zu ver-
hindern, dass der Bonddraht 16 von der Flache des
Leiters 12b vorsteht, wird ein Abschnitt des Leiters
12b, durch welchen der Bonddraht 16 im Fall des
Bondens verlauft, einer Pragung unterworfen, um die
Dicke des Leiters 12b zu verringern.
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[0041] Fig. 3 ist eine Ansicht, welche einen Zustand
des Abschnitts 12¢ dinner Wandungsdicke zeigt, in
welchem der Leiter 12b der Pragung unterworfen
wurde. In Fig. 2 gibt Bezugszeichen C einen Bereich
wieder, innerhalb dem der Abschnitt 12¢ mit dinner
Wandungsdicke ausgebildet ist. In Fig. 3 bezeichnet
Bezugszeichen H eine Dicke des Leiters 12b und Be-
zugszeichen L bezeichnet eine Dicke des Leiters 12b
in einem Abschnitt, in dem der Abschnitt 12¢ mit diin-
ner Wandungsdicke gebildet ist.

[0042] Da die Dicke einer metallischen Folie, wel-
che durch Stanzen in ein Bild gemustert ist, anna-
hernd 100 ym betragt und die Dicke des Halbleitere-
lements 14 annahernd 50 pm betragt, wird die Dicke
L des Leiters 12b mittels des Pragens auf ungefahr
50 pum verringert. Da der Abschnitt 12¢c mit dinner
Wandungsdicke wie oben beschrieben ausgebildet
wird, ist es mdglich, ein Bonden so durchzufiihren,
dass der Bonddraht 16 in dem Abschnitt 12¢ mit duin-
ner Wandungsdicke aufgenommen werden kann.
Daher kénnen das Halbleiterelement 14 und der
Bonddraht 16 innerhalb des Dickenbereiches der
Flachspule 12 aufgenommen werden.

[0043] Wie in Eig. 2 gezeigt, wird in dieser Ausfuh-
rungsform der Leiter 12b der Pragung unterworfen
und ein Bereich, innerhalb dem der Abschnitt 12¢ mit
dinner Wandungsdicke ausgebildet ist, wird breiter
als ein Bereich gemacht, durch welchen die Bond-
drahte 16 laufen, das heif3t, die Breite eines Bereichs,
innerhalb dem der Abschnitt 12¢ mit dinner Wan-
dungsdicke ausgebildet ist, wird gleich C gemacht.
Der Grund daflr ist, dass das Pragen durch einen
Stanzvorgang durchgefiihrt werden muss, da die
Flachspule 12 durch Stanzen hergestellt wird. Natir-
lich kann das Pragen alleine entlang der Wege erfol-
gen, auf denen die Bonddrahte 16 laufen.

[0044] Die Fig. 5 und Eig. 6 sind schematische Dar-
stellungen, welche zweite und dritte Ausfuhrungsfor-
men der |C-Karte zeigen. In diesen Ausfihrungsfor-
men ist das Halbleiterelement 14 an einer Position
angeordnet, welche getrennt von dem Breitenbereich
ist, innerhalb dem der Leiter 12b, der die Flachspule
12 bildet, angeordnet ist, das heil}t, das Halbleitere-
lement 14 liegt auBerhalb des auleren Umfangskan-
tenabschnittes der Flachspule 12 oder innerhalb des
inneren Umfangskantenabschnittes der Flachspule
12 und die Klemmen 12a der Flachspule 12 und das
Halbleiterelement 14 sind miteinander Uber eine
Drahtbondierung derart verbunden, dass die Bond-
drahte den Leiter 12b lberqueren.

[0045] In der in Fig. 5 gezeigten Ausflihrungsform
sind die Klemmen 12a auf beiden Seiten des Leiters
12b einer Pragung unterworfen, so dass die Dicke
der Klemmen verringert werden kann. Gleichzeitig
wird ein Abschnitt des Leiters 12b, in dem einer der
Bonddrahte 16a den Leiter 12b Uberquert, einer Pra-

gung unterworfen, so dass der Abschnitt 12¢ mit din-
ner Wandungsdicke gebildet werden kann. Was den
Bonddraht 16a betrifft, der den Leiter 12b tberquert,
und der mit dem Klemme 12a verbunden ist, so wird
das Drahtbonden derart durchgefiihrt, dass der
Bonddraht 16a Uber den Abschnitt verlauft, in wel-
chem der Abschnitt 12¢ mit diinner Wandungsdicke
ausgebildet ist. Daher ist es mdglich, die Verbindung
so durchzufiihren, dass der Bonddraht nicht von ei-
ner Oberflache des Leiters 12b vorsteht.

[0046] In der in Fig. 6 gezeigten Ausfiihrungsform
ist der Abschnitt 12¢ mit diinner Wandungsdicke in
dem Leiter 12b gemaR einem Abschnitt ausgebildet,
in welchem die beiden Bonddrahte 16 zur Verbindung
der Klemmen 12a der Flachspule 12 mit dem Halblei-
terelement 14 laufen und die Bonddrahte 16 sind so
angeordnet, dass sie den Abschnitt 12¢ mit diinner
Wandungsdicke Uberqueren.

[0047] In dieser Ausflihrungsform Uberlappen der
Leiter 12b der Flachspule 12 und das Halbleiterele-
ment 14 einander nicht. Daher ist es moglich, die Ge-
samtdicke der IC-Karte zu verringern. Wenn infolge
dessen der Abschnitt 12¢ mit dinner Wandungsdicke
in einem Abschnitt ausgebildet wird, in welchem die
Bonddrahte verlaufen, kénnen die Bonddrahte inner-
halb der Dicke der Flachspule 12 aufgenommen wer-
den.

[0048] Wie oben beschrieben, sind bei der IC-Karte
der vorliegenden Erfindung die Flachspule 12 und
das Halbleiterelement 14 so angeordnet, dass sie
einander nicht Gberlappen und weiterhin ist der Ab-
schnitt 12¢ mit dinner Wandungsdicke in einem Ab-
schnitt des Leiters 12b ausgebildet, in welchem die
Bonddrahte 16 zur Verbindung der Klemmen 12a der
Flachspule 12 mit den Elektroden des Halbleiterele-
mentes 14 verlaufen, so dass die Bonddrahte 16
nicht von einer Oberflache des Leiters 12b vorste-
hen. Aufgrund des obigen Aufbaus kann die Gesamt-
dicke der IC-Karte verringert werden.

[0049] Wenn die Flachspule 12 und das Halbleiter-
element 14 miteinander durch das Drahtbonden ver-
bunden werden, wird es mdglich, die Flachspule 12
mit dem Halbleiterelement 14 ungeachtet der Grolie
und der Anordnungsposition des Halbleiterelementes
14 elektrisch zu verbinden. Wenn die Klemmen 12a
der Flachspule 12 des Halbleiterelements 14 mitein-
ander durch das Drahtbonden verbunden werden,
wird das Halbleiterelement 14 durch die Bonddrahte
16 aufgehangt. Unter der Voraussetzung, dass das
Halbleiterelement 14 drahtgebondet ist, kann es da-
her zusammen mit der Flachspule 12 problemlos be-
wegt werden.

[0050] Anstelle der Bonddrahte kénnen metallische
Bander verwendet werden, um das Halbleiterelement
14 mit den Klemmenn 12a der Flachspule 12 zu ver-
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binden. Im Vergleich zu den Bonddrahten sind metal-
lische Bander vorteilhaft dahingehend, dass der elek-
trische Widerstand geringer ist.

[0051] Die Fig. 7(a) und Fig. 7(b) zeigen jeweils
eine Draufsicht bzw. eine Seitenansicht einer Ausfiih-
rungsform des Verbindungsabschnittes in einem Fall,
in welchem anstelle der Bonddrahte ein Bandtrager
(TAB-Band) als elektrisches Verbindungsmittel ver-
wendet wird.

[0052] In dieser Ausfiihrungsform ist der Bandtrager
20 so aufgebaut, dass zwei im Wesentlichen paralle-
le Leiterbilder 22 auf einem isolierenden Harz 21 aus-
gebildet sind. An einer Position des Halbleiterele-
ments 14 ist eine Offnung 21a, deren GréRe groRer
als die GroRRe des Halbleiterelements 14 in raufsicht
ist, auf dem Harzfilm 21 ausgebildet und die beiden
Leitermuster 22 sind oberhalb der Offnung 21a ange-
ordnet.

[0053] Auf einer Seite erstrecken sich Endabschnit-
te der beiden Leiterbilder 20 zu dem gleichen Ab-
schnitt und die beiden Leiterbilder 22 sind elektrisch
mit den Elektroden des Halbleiterelements an der Po-
sition der Offnung 21a verbunden. Auf der anderen
Seite ist ein Endabschnitt von einem der Leiterbilder
22 kurz und ein Endabschnitt des anderen Leiterbil-
des 22 ist lang. Diese Endabschnitte werden entspre-
chend mit der duReren und der inneren Klemme der
Flachspule 12 in dem Fall verbunden, in dem das
Halbleiterelement 14 innerhalb der Flachspule 12 an-
geordnet ist.

[0054] In dieser Ausfuhrungsform ist das Halbleiter-
element 14 mit dem Leiterbild 22 so verbunden, dass
das Halbleiterelement 14 bezlglich des Leiterbilds
22 auf der gleichen Seite wie der Harzfilm 21 ange-
ordnet werden kann. Demzufolge ist diese Ausfih-
rungsform bevorzugt bei einem Fall anwendbar, bei
dem die Dicke des Halbleiterelements 14 gering ist.
In diesem Zusammenhang bezeichnet Bezugszei-
chen 23 eine Schicht eines isolierenden Resists, wel-
ches zur Isolierung des Leiters 12b der Flachspule 12
verwendet wird.

[0055] Die Fig.8(a) und Fig. 8(b) zeigen eine
Draufsicht bzw. eine Seitenansicht einer anderen
Ausfuhrungsform des Verbindungsabschnittes in ei-
nem Fall, in dem ein Bandtrager verwendet wird. Ein
unterschiedlicher Punkt dieser Ausfihrungsform zur
oben beschriebenen Ausfiihrungsform ist, dass das
Halbleiterelement 14 mit dem Leiterbild so verbun-
den ist, dass das Halbleiterelement 14 beziiglich des
Leiterbildes auf der gegentberliegenden Seite des
Harzfilms 21 angeordnet werden kann. Demzufolge
gibt es keine Offnung 21a im Gegensatz zu oben be-
schriebenen Ausfihrungsformen. In dieser Ausflih-
rungsform liegt das Halbleiterelement 14 auf der Sei-
te der Flachspule 12. Selbst wenn daher der Ab-

schnitt mit dinner Wandungsdicke nicht in dem Leiter
12b der Flachspule 12 ausgebildet ist, gibt es die
Moglichkeit, dass das Halbleiterelement 14 ausrei-
chend in dem Dickenbereich ¢ des Leiters 12b der
Flachspule aufgenommen wird.

[0056] Wenn in diesem Zusammenhang das Halb-
leiterelement 14 nicht fest gehalten werden kann,
kann am Umfang des Halbleiterelements 14 ein Ver-
starkungsteil 24 angeordnet werden.

[0057] Die Fig. 9 und Fig. 10 sind Ansichten, wel-
che Ausfihrungsformen des Verbindungsabschnittes
fur den Fall zeigen, bei dem anstelle von Bonddrah-
ten ein Bandtrager als elektrisches Verbindungsmittel
verwendet wird. In dieser Ausfihrungsform ent-
spricht die Position des Halbleiterelementes geman
Fig. 9 der Position des Halbleiterelements gemaf
Fig. 2 und die Position des Halbleiterelements ge-
maf Fig. 10 entspricht der Position des Halbleitere-
lements gemaR Fig. 6. Was die Anordnung der Ver-
bindung zur Verbindung des Bandtragers 20 mit dem
Halbleiterelement 14 betrifft, so kann jede der Anord-
nungen der Fig. 7(a) und Eig. 7(b) und der Anord-

nungen gemal der Fig. 8(a) und Fig. 8(b) angewen-
det werden.

[0058] In diesem Zusammenhang verwendet die
IC-Karte jeder Ausflihrungsform der vorliegenden Er-
findung gemal obiger Beschreibung die Flachspule
12, welche durch eine Pressumformung einer Metall-
folie gebildet wird. Wenn gleichzeitig dann, wenn die
metallische Folie ausgestanzt wird, um den Leiter
12b zu bilden, die Pragung durchgefiihrt wird, kann
der Abschnitt 12¢ mit dunner Wandungsdicke in den
Leiter 12b einfach ausgebildet werden. Das obige
Verfahren ist vorteilhaft dahingehend, dass das Pra-
gen und Stanzen in der gleichen Fertigungslinie
durchgefiihrt werden kénnen.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0059] Bei der IC-Karte der vorliegenden Erfindung,
welche wie oben beschrieben, aufgebaut ist, ist es
moglich, die Flachspule mit dem Halbleiterelement
ungeachtet der Breite der Flachspule und der Grolie
des Halbleiterelements elektrisch zu verbinden. Da
der Abschnitt diinner Wandungsdicke abhangig von
einem Abschnitt des Leiters vorgesehen ist, an wel-
chem die Bonddrahte den Leiter Gberqueren, kann
die Dicke des Verbindungsabschnitts, in welchem die
Flachspule mit dem Halbleiterelement verbunden ist,
im Wesentlichen auf die gleiche Dicke wie diejenige
der Flachspule verringert werden. Somit kann die Di-
cke der IC-Karte geeignet verringert werden. Wenn
eine metallische Dinnfolie ausgestanzt wird, um die
Flachspule herzustellen, kann die Herstellung der
Flachspule verbessert werden und die Herstellungs-
kosten kénnen wirksam verringert werden.
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Bezugszeichenliste

10 Harzfilm
12 Flachspule
12a Klemme

12b Leiter

12c dinner Abschnitt
13 isolierende Schicht
14 Halbleiterelement

16 Bonddraht
20 Bandtrager

21 Isolierfilm

22 Leiterbild

23 isolierendes Resist
24 Verstarkungsmaterial

100 Flachspule
102 Halbleiterelement

Patentanspriiche

1. Flachspule (12) fur eine Chipkarte, wobei die
Flachspule einen in einer Ebene gewickelten und
Klemmen (12a) an jeweiligen Enden aufweisenden
Leiter (12b) umfalt; wobei die Klemmen (12a) Gber
ein elektrisches Verbindungsmittel (16) elektrisch mit
einem Halbleiterelement (14) verbunden sind;
dadurch gekennzeichnet, dal} ein Abschnitt des
Leiters als Abschnitt (12¢) mit dinner Wandungsdi-
cke ausgebildet ist, durch den das elektrische Verbin-
dungsmittel (16) verlaufen kann, ohne aus einem Be-
reich der Dicke des Leiters vorzustehen.

2. Chipkarte, mit:
einem Halbleiterelement (14) mit Elektroden;
einer Flachspule (12) gemaf Anspruch 1;
einem elektrischen Verbindungsmittel (16) zum elek-
trischen Verbinden der Klemmen (12a) an den jewei-
ligen Enden der Flachspule (12) mit den Elektroden
des Halbleiterelementes (14); und
Harzfilmen zum Abdichten des Halbleiterelementes
(14), der Flachspule (12) und des Verbindungsmittels
(16), wenn diese zwischen die Harzfilme eingebracht
sind,
wobei die Dicke des Halbleiterelementes (14) kleiner
als die Dicke der Flachspule (12) ist und das Halblei-
terelement (14) angrenzend an die Flachspule (12)
angeordnet ist, so dal® das Halbleiterelement nicht
mit dem Leiter (12b) der Flachspule (12) berein-
stimmt.

3. Chipkarte (12) nach Anspruch 2, wobei der
Leiter (12b) durch Ausstanzen oder Ausatzen einer
Metallfolie ausgebildet ist und der Abschnitt (12¢) mit
dinner Wandungsdicke in einem vorgegebenen Ab-
schnitt des Leiters (12b) ausgebildet ist.

4. Chipkarte nach Anspruch 2 oder Anspruch 3,
wobei das elektrische Verbindungsmittel Bonddrahte
(16) sind und die Bondverbindung durch Verbinden
von Endabschnitten der Bonddrahte (16) zwischen

den Klemmen (12a) der Flachspule (12) und den
Elektroden des Halbleiterelementes (14) hergestellt
wird.

5. Chipkarte nach Anspruch 4, wobei eine duf3ere
Umfangsflache des Bonddrahtes (16) mit einem elek-
trisch isolierenden Abdeckmaterial abgedeckt ist.

6. Chipkarte nach Anspruch 2 oder Anspruch 3,
wobei das elektrische Verbindungsmittel aus einem
Filmtrager (20) besteht, in dem auf einem isolieren-
den Film ein elektrisches Leiterbild (22) ausgebildet
ist und das elektrische Leiterbild (22) elektrisch mit
den Klemmen (12a) der Flachspule (12) und den
Elektroden des Halbleiterelementes (14) verbunden
ist.

7. Chipkarte nach einem der Anspriiche 2 bis 6,
wobei das Halbleiterelement (14) zwischen benach-
barten Wicklungen der Flachspule (12) angeordnet
ist.

8. Chipkarte nach einem der Anspriiche 2 bis 6,
wobei das Halbleiterelement (14) entweder auller-
halb der aufteren Windung der Flachspule (12) oder
innerhalb der inneren Wicklung der Flachspule ange-
ordnet ist.

9. Flachspule (12) nach Anspruch 1 oder
Flachspule (12) der Chipkarte nach einem der An-
spruiche 2 bis 8, wobei auf einer Oberflache des Ab-
schnitts (12¢) mit diinner Wandungsdicke eine isolie-
rende Schicht (13) ausgebildet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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Fig.3
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Fig.9
TN T
']QD/—\&‘ _/12
y S— 7 0
: {Z?i_jl /14
C T
.l !
{
) ] 2?2
412 1£i12a
12b/4;».\. ~ W1 )
-i1g.10
MMM
_ 22 12a -20
/
a— -r{%___!_ﬂ 14
‘ - - ] —r -
=
"A L -h-_.L&\_ _____ s A
12a 22
12¢ L IAM L

12/13



DE 699 24 072 T2 2006.02.09

Fig.11
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